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（股份代號：981）

公告

主要交易

與湖北省科技投資集團有限公司

成立合資企業

謹此提述本公司日期為二零一零年十月二十九日的公告，內容有關本公司與武漢東湖

開發區管委會簽訂合作框架協議，據此，訂約方已同意合作及共同投資於武漢新芯的

12吋晶圓生產設施。

本公司宣佈，本公司擬於二零一一年五月十二日與湖北科技訂立合營合同及合營備忘

錄，以投資及管理武漢新芯的12吋晶圓生產線。

根據合營合同：

(a) 訂約方將成立合資公司，以進一步發展12吋晶圓生產設施及實施製造集成電路的

先進技術；

(b) 湖北科技將於一段時間內透過注入武漢新芯的所有資本至合資公司另加現金注資

2 2 6 , 1 6 8 , 9 5 5美元，分階段出資合資公司註冊資本的 3 3 . 3 4%，總金額達

500,000,000美元；

(c) 本公司將於一段時間內分階段出資合資公司註冊資本的66 .66%，總金額達

1,000,000,000美元；及

(d) 湖北科技將有權委任合資公司的三名董事，包括董事總經理，而本公司將有權委

任合資公司的兩名董事。
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根據合營備忘錄：

(a) 本公司將有權購買湖北科技於合資公司的股權；及

(b) 於本公司於合資公司的出資超逾出資總額的50%後，本公司將有權委任合資公司

的三名董事，而湖北科技將有權委任兩名董事。

合營合同項下訂約方的責任受限於符合適用法律（包括監管機構者（包括香港聯合交易

所有限公司））。

根據本公司於合資企業的總資本承諾，根據合營合同成立合資企業將構成本公司的主

要交易，並須遵守上市規則第十四章下的通告、公告及股東批准的規定。

本公司將根據上市規則於二零一一年六月二日或前後向股東寄發通函，當中載有（其

中包括）成立合資企業的詳情及股東特別大會的通告。

合資企業的成立須待取得必須中國批准方可作實。合資企業的落實亦可能視乎市況而

定。

合資企業

謹此提述本公司日期為二零一零年十月二十九日之公告，其內容有關本公司與武漢東湖

開發區管委會於二零一零年十月二十九日訂立合作框架協議，據此，訂約方已同意合作

及共同投資於武漢新芯的12吋晶圓生產設施。合作框架協議亦建議訂約方可能成立合資

企業，該合資企業將專注於65-40納米集成電路，目標為於其成立起計三年內達到產能每

月45,000片晶圓。

本公司宣佈，本公司擬於二零一一年五月十二日與武漢東湖開發區管委會的全資附屬公

司湖北科技訂立合營合同及合營備忘錄，以投資及管理武漢新芯的12吋晶圓生產線。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，湖北科技及其最終擁有人均為獨立

於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

合資企業的成立須待取得必須中國批准方可作實。合資企業的落實亦可能視乎市況而

定。
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合營合同

根據合營合同，訂約方將成立合資公司，以進一步發展12吋晶圓生產設施及實施製造集

成電路的先進技術。

湖北科技將於一段時間內按下文所述透過注入武漢新芯的所有資本至合資公司另加現金

注資226,168,955美元，出資合資公司註冊資本的33.34%，總金額達500,000,000美元。

本公司將於一段時間內按下文所述出資合資公司註冊資本的66 . 6 6%，總金額達

1,000,000,000美元。

出資將分為兩個階段作出：

(a) 不少於合資公司註冊資本的20%於申請合資公司的營業執照時由下列各項作出：

a. 45,233,791美元現金出資另加武漢新芯的所有資本（按武漢新芯繳足註冊資本的

價值，金額達273,831,045美元）由湖北科技作出；及

b. 200,000,000美元現金出資由本公司作出；及

(b) 尚未出資餘額由訂約方於成立合資公司後兩年內作出。

本公司將透過長期銀行貸款及╱或外部股權投資撥付其於合資企業下的出資。

湖北科技將有權委任合資公司的三名董事，包括董事總經理，而本公司將有權委任合資

公司的兩名董事。

根據合營合同，本公司授權合資公司使用本公司可合法使用而合資公司將會營運的12吋

晶圓生產設施所需的專利及其他技術。合資公司亦獲授權在製造、營運及銷售範疇使用

本公司的相關商標。

合營合同項下訂約方的責任受限於符合適用法律（包括監管機構者（包括香港聯合交易所

有限公司））。

合營備忘錄

根據合營備忘錄：

(a) 本公司將有權購買湖北科技於合資公司的股權；及

(b) 於本公司於合資公司的出資超逾出資總額的50%後，本公司將有權委任合資公司的

三名董事，而湖北科技將有權委任兩名董事。
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合資公司

於完成後，武漢新芯的全數資本將注入合資公司作為湖北科技的部分出資。按該等註冊

資本繳足時的匯率，武漢新芯繳足註冊資本相等於273,831,045美元。武漢新芯為湖北新

芯的全資附屬公司，並於武漢從事300mm晶圓代工廠的營運。

將予注入合資公司的資產（即武漢新芯的現時業務）於截至二零一零年十二月三十一日及

二零零九年十二月三十一日止年度的除稅及非經常性項目前後經審核淨虧損於2010年分

別為70,404,109美元及70,404,109美元，於2009年分別為95,226,488美元及95,226,488美

元，按1美元=人民幣6.4921元的匯率計算。

合資企業的原因及裨益

本公司相信合資企業將使雙方受惠，並成為本公司未來五年的擴充計劃的戰略性元素。

通過訂立合資企業，本公司相信其將可擁有快速技術升級及產能擴充的合適基建，並使

本公司可憑藉具盈利能力的先進技術能力提高市場份額。本公司董事已審閱合營合同及

合營備忘錄的條款，並相信合資企業的條款屬公平合理且符合股東整體權益。

本公司資料

本公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進

的集成電路晶圓代工企業。本公司向全球客戶提供0.35微米到45╱40納米晶圓代工與技

術服務。本公司總部位於中國上海，在上海建有一座300mm晶圓廠和三座200mm晶圓

廠。在北京建有兩座300mm晶圓廠，在天津建有一座200mm晶圓廠，在深圳有一座

200mm晶圓廠在興建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立營銷辦事

處，同時在香港設立了代表處。此外，本公司在武漢代武漢新芯經營管理一座300mm晶

圓廠。

湖北科技資料

湖北科技於二零零五年七月成立，並於其於二零一零年十一月進行重組後，由武漢東湖

開發區管委會全資擁有，註冊資本為人民幣100億元。湖北科技的職能為促進建設及發

展武漢東湖國家自主創新示範區。

一般事項

根據本公司於合資企業的總資本承諾，根據合營合同成立合資企業將構成本公司的主要

交易，並須遵守上市規則第十四章下的通告、公告及股東批准的規定。
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本公司將根據上市規則於二零一一年六月二日或前後向股東寄發通函，當中載有（其中

包括）成立合資企業的詳情及股東特別大會的通告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「本公司」 指 中芯國際集成電路製造有限公司，一家於開曼群島註冊成立

的有限公司，其已發行普通股及美國預託股份分別於香港聯

交所主板（股份代號：981)及紐約證券交易所（紐約證券交易

所：SMI)上市

「完成」 指 合資企業的完成（包括其項下各方的所有出資）

「股東特別大會」 指 本公司將召開的股東特別大會，以審議並酌情批准成立合資

企業

「湖北科技」 指 湖北省科技投資集團有限公司，一間在中國註冊成立的公

司，且由武漢東湖開發區管委會全資擁有

「合資企業」 指 根據合營合同以及合營備忘錄將由本公司及湖北科技成立的

合資企業

「合營合同」 指 將由本公司及湖北科技就合資企業及成立合資公司而訂立，

日期為二零一一年五月十二日的協議

「合資公司」 指 中芯國際集成電路製造（武漢）有限公司，將在中國湖北省武

漢就合資企業而成立的合資公司

「合營備忘錄」 指 將由本公司及湖北科技就合資企業而訂立，日期為二零一一

年五月十二日的備忘錄

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則

「普通股」 指 本公司股本中每股面值0.0004美元的股份，於聯交所主板上

市

「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
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「股東」 指 普通股或附有表決權的本公司任何其他股份的持有人

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

「武漢東湖

開發區管委會」

指 武漢東湖新技術開發區管委會

「武漢新芯」 指 武漢新芯集成電路製造有限公司，一間在中國註冊成立的公

司，並為湖北科技全資附屬公司

中芯國際集成電路製造有限公司

總裁、首席執行官兼執行董事

王寧國博士

上海，二零一一年五月十二日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員為：本公司董事長兼獨立非執行董事江上舟；本公司總裁、

首席執行官兼執行董事王寧國博士；本公司非執行董事陳山枝、高永崗及周杰；以及本

公司其他獨立非執行董事川西剛及陳立武。
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